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异常稳定、环保且用途广泛  
 

镀金被使用在许多应用上如良好的导电性、散热和机械性能。例如，由于金的耐腐蚀性和机械性能，镀金可用于各

种接合应用。在倒装芯片和芯片级封装应用中，凸块下金属 (UBM) 堆叠，金作为最终表面处理。 在接合应用中，

金的导电和散热特性使其可用于手机应用中功率放大器的背面和通孔电镀。 这些应用中的大多数都需要柔软的纯金

工艺。  

 
亚硫酸盐金工艺是半导体行业首选的电镀化学品。 传统的高毒性氰化物镀金溶

液正在被淘汰，取而代之的是更安全、更环保的产品。 问题是传统的亚硫酸盐

金溶液也有既有的弱点。 亚硫酸盐络合物不那么强，氰化物络合物则使溶液较

不稳定。 亚硫酸盐金的高 pH 值会使化学物质与某些光刻胶不相容，从而在镀

液和附着力方面出现成本高昂的问题。 另一个重要问题是亚硫酸盐金工艺的浴

液寿命短，这使得运营成本远高于氰化物金系统。 最后，虽然亚硫酸金溶液不

含氰化物，但由于使用砷或铊作为晶粒细化剂，它们仍然存在毒性问题。  

 
 
 

Technic 的 Elevate Gold 7990 NBV HT 消除了传统亚硫酸盐金工艺的所有固有

弱点。 由于 Elevate Gold 7990 NBV HT 在 pH 6.3 下运行，因此它与所有光

刻胶兼容。 在这个 pH 值下，沉积物是光亮的，不需要有毒的金属晶粒细化剂。 

酸性 pH 值使浴液能够在高比重水平下产生最佳效果，从而延长了浴液寿命。 

专有的稳定剂显着提高了溶液在整个浴液寿命期间的稳定性。 
 
 

特性 
• 非常稳定的电解液 

• 低 应 力 沉 积  

• 平整,光亮沉积且不使用有害的金属细化剂 

• 整个晶圆上的沉积物厚度变化小，即使在同一芯片上有大小不一的特征也是如此 

• 与标准亚硫酸盐金工艺相比，能够在通孔中沉积多 2 – 3 倍的金 

• 在大多数应用中延长浴槽寿命 4 – 5 MTO  

• 目前在世界各地大批量生产 

 
 

优点 
• 通过以下方式降低运营成本： 

- 延长沐浴寿命，显著减少每年建浴的次数 

- 稳定的电解液消除了镀液产生的废料 

- 优异的共面性和阶梯覆盖率导致每个晶圆使用的金更少 

- 高速电镀提高晶圆生产能力 

• 不含氰化物、铊和砷，对操作员安全且对环境负责  

• 可用于从手动机台和研发到全自动生产线的电镀工具 

• 半导体行业中使用最广泛、最可靠的亚硫酸盐金化学品之一

TECHNIC 
www.technic.com 

http://www.technic.com/


Elevate Gold 7990 NBV HT - 电解亚硫酸金 
 
 

平整、光亮沉积 

无需使用铊和砷等有害添加剂即可获得光滑明亮的沉积层 

 

 

图 1 显示了来自标准亚硫酸盐金浴的典型沉积物 

图 2 显示了 Elevate Gold 7990 NBV HT 的平整沉积 

图 3 显示了 Elevate Gold 7990 NBV HT 明亮的沉积外观。 

厚金电镀  
 

酸性 pH 值的药水允许在不影响阻剂

的情况下进行厚金电镀。 图 A 显示

了镀有 7 微米金的特点。 图 B 显

示了锐利的边缘、光滑的表面，并且

没渗镀。 整体优异的保持线型.  

 
 
 

导通孔电镀 
 

图像 C 和 D 显示了 7990 NVB HT 

通孔和盲孔填孔应用的优异结果。 

导通孔电镀无需降低电流密度即可达

到目标。 
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